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Product Carbon Footprints @ Nexperia

Grune Ziele als Treiber fur profitable Produktentwicklung

M

Nexperia bekennt sich zu den globalen Nachhaltigkeitszielen
und hat eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie Nexperias Produktlandschaft
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Miniaturisierung (Gehause): PCF-Reduktion
« Gehausedichte auf Leadframe erhohen = Verifizierter Ansatz
« Kleinere Produkte mit gleicher Performance RsGCEEREIRE k(i8] gle

Audits gewahrleisten die Einhaltung internationaler Standards und

: 1ISO14067 verifiziertes PCF bieten Glaubwurdigkeit fur CO,-Fuldabdruck-Daten
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» Bonddraht Au durch Cu ersetzen Wide-Bandgap Halbleiter konnen den CO,-FuBabdruck in der
» Ruckseitenmetallisierung fur eutektische Kristallmontage Anwendung drastisch verbessern.

Beispiel: Al Power Supply | 10kW Ausgangsleistung

Elektrische Energie: |  Lebensdauer 10 Jahre mit einer Betriebszeit von 24h an 365

« Umstellung auf erneuerbare Energiequellen Tage im Jahr

- Reduktion_des Energieverbrauchs pro Flache Si / SiQ / GaN - Die Verwendung von Wide-Bandgap Halbleiter anstatt Si

. 100% Fert_lgungsauslastung durch Overhead des Reinraums / Halbleiter kann die Systemeffizienz von typisch 94% auf 96%
Fabrikbetriebs (und hoher) verbessern

Outlook Bottom-Up

: : Das bedeuten 2% Effizienzgewinn in 10 Jahren

Wissensgenerierung: AE = 876MWh (. L\ ~ 19MWh

Pareto zu CO2e Beitragen als Input fur R&D = (77_Si = 77WBG) 1IMIVVD
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Kleiner Effizienzgewinn gewaltige Nachhaltigkeitseffekte

« 2% Effizienzgewinn je Power Supply einer Serverfarm,
bestehend aus hunderten Power Supplies, hochskaliert ergibt
eine Einsparung im zweistelligen GWh-Bereich

* Energienutzung der Prozessschritte
 Neue Prozesskonzepte
« Vorbereitung auf SBTI Konformitat

Produktionschemikalien 12%

Bipolar
Transistor
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